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报告简介
第三代半导体是指以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)以及金刚石为代表的半导体材料。这些材料在常温下导电性介于导体和绝缘体之间，并且具有禁带宽度更宽、导热系数高、抗辐射性能好、电子饱和更大和漂移速率更高等优点。相较于第一代半导体(硅Si、锗Ge)和第二代半导体(砷化镓GaAs、磷化铟InP)，第三代半导体材料具有更好的电子密度和运动控制能力，因此更适用于制造高温、高频、抗辐射和大功率电子器件，在光电子和微电子领域具有重要的应用价值。
第三代半导体在5G基站、新能源车和快速充电等领域已有重要应用，并且随着技术的不断进步，其应用领域还在不断拓展。例如，在军事装备、航空航天等领域，第三代半导体材料以其特有的高功率、高效率、高线性、高工作电压、抗辐照等优异特性，成为传统器件的理想替代者。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、国内外相关报刊杂志的基础信息、第三代半导体行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国第三代半导体市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了第三代半导体前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。报告还对第三代半导体市场风险进行了预测，为第三代半导体生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在第三代半导体行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国第三代半导体行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。 本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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